北京九州一轨环境科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
证券简称：九州一轨         证券代码：688485             编号：2026-004
	投资者关系活动类别
	特定对象调研
媒体采访
新闻发布会
现场参观
	分析师会议
业绩说明会
路演活动
其他

	参与单位名称
及人员姓名
	国寿股份 刘革峰
国寿资产 姜盼宇
国寿养老 黎阳
国寿安保 孟亦佳
国寿安保 肖佳琪
平安基金 宁特林
平安基金 要文强
中信建投基金 钱博文
工银瑞信 张杭
广发基金 金泽润
新华资产 姜新月
新华资产 杨佳妮
新华基金 李业彬
建信养老 王国信
建信基金 许晴晖
中汇人寿 孙海波
国联基金 蒙维洒
招商信诺 郁琦
大家资产 曾文传
华商基金 商家宁
诺安基金 李玉良
鹏扬基金 邢浩
长盛基金 郭堃
长盛基金 赵万隆
浙商证券 王华君
[bookmark: _GoBack]浙商证券 蒋逸
国联民生证券 李思韦
西南证券 邰桂龙
国海证券 闫智
国泰海通 蔡昕妤
温氏投资 房志宇
禾永投资 顾义河
禾永投资 马哲峰
禾永投资 杨正陶
艳珍投资 王翔
博普资产 刘世昌
上一世家 程浩楠

	时间
	2026年10月19日

	地点
	北京

	上市公司接待人员姓名
	副总裁、子公司晶禧半导体总经理 陶为银
副总裁、财务总监兼董事会秘书 张侃
子公司晶禧半导体执行董事兼常务副总经理 林静
子公司晶禧半导体副总经理 陶明远
董事会办公室副主任、证券事务代表 衡欢乐

	投资者关系活动主要内容介绍
	一、请介绍公司基本情况？公司自成立以来经历了哪些主要发展阶段？
回复：
北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公 司”或“九州一轨”）成立于2010年，最初以轨道交通阻尼钢弹簧浮置道床隔振技术的科技成果转化为基础，逐步实现相关技术及产品的产业化应用。随着业务规模和产品体系不断完善，公司持续拓展减振降噪产品及技术服务的应用范围，并于2023年1月18日在上海证券交易所科创板上市。
在业务发展过程中，公司在持续深耕轨道交通减振降噪领域的基础上，逐步向声纹数字化监测及智慧运维等方向延伸，推动业务由传统减振降噪产品及技术服务向声纹监测、智能诊断及智慧运维等领域拓展，逐步形成以声学研究为基础、减振降噪物理防治与声纹诊断开发协同发展的业务格局。
在持续研发实践中，公司明确声纹数字化监测的核心竞争力集中于算法迭代优化与硬件适配集成能力，并围绕“光纤传感+声纹识别”的数字化监测方向持续推进相关技术研发。基于技术研发及产业链布局需求，公司在持续推进原有业务发展的同时，2026年通过收购苏州晶禧半导体科技有限公司（以下简称“晶禧半导体”）进一步拓展半导体精密加工业务，逐步丰富公司的业务体系。
二、请介绍公司的研发模式？
回复：
公司坚持以需求为导向的自主研发策略，打造不断循环修正的“需求目标-参数确定-硬件开发-算法研制-软件开发-设备联调-现场验证-系统优化”的技术路线。公司研发注重市场调研，坚持产学研用一体化，研发需求主要来自客户、一线员工等方面的市场反馈，并由总工程师办公室组织技术专家对项目立项、重大技术方案、研发进度等关键环节进行统筹管理。在技术研发方面，公司主要围绕“声纹监测和智慧运维”方向，依托多学科专业科研团队及积累的城市轨道交通工务运维和声纹监测数据，提出了基于多元数据融合分析技术的轨道结构病害识别方法及以设备可靠性为中心的维修管理方法（RCM），实现设备设施病害的“早发现、早预警、早处置”。同时，公司重视自主研发和知识产权保护，持续推动技术成果向专利和系列化产品转化。
在半导体精密加工领域，全资子公司晶禧半导体依托“设计阶段介入”的深度协同服务模式，在客户芯片设计阶段即介入工艺评估与优化，围绕高精度激光隐形切割及配套精密加工工艺开展技术研发与工艺优化，推动工艺开发与客户产品加工及量产需求相匹配。
三、公司目前重点在研项目有哪些，分别对应什么应用方向？
回复：
截至2026年6月30日，公司主要围绕减振降噪、声纹监测与智慧运维、半导体晶圆精密加工等方向开展研发工作，相关项目进展已在公司2026年半年度报告中披露。
[bookmark: OLE_LINK2]在减振降噪方面，公司重点开展“浮置板典型病害治理技术研究与应用”“城轨运营线减振降噪升级改造成套技术研究”等项目，主要面向城市轨道交通浮置板病害治理及既有线路减振降噪升级改造等应用场景；在声纹监测与智慧运维方面，公司持续推进“轨道声纹指标工程化应用软件开发”“基于声纹识别技术的线路智能监测系统研究及应用”等项目，同时开展分布式光纤温度与应变传感等相关技术研发，重点探索在轨道交通设备异常状态识别、智慧运维、基础设施健康监测等领域的应用；在半导体晶圆精密加工方面，晶禧半导体主要围绕晶圆表面洁净清洗与视觉智能分选、高精度定位贴膜与多光束智能调焦激光隐形切割、高效均匀扩膜与无损解胶等工艺开展研发，为半导体晶圆精密加工及相关后道加工业务提供技术支撑。
四、晶禧半导体纳入合并报表后，对公司2026年上半年业绩有何影响？
回复：
公司于2026年5月31日完成对晶禧半导体100%股权的收购。2026年上半年，晶禧半导体计入合并报表范围的收入为1,062.05万元（未经审计），计入合并报表范围的净利润为595.59万元（未经审计），对公司上半年经营业绩形成了一定贡献。
五、晶禧业绩承诺完成情况如何？
回复：
晶禧半导体的业绩承诺期为2026年至2028年，2026年、2027年、2028年承诺实现的实际净利润分别不低于3,000万元、4,000万元和5,000万元。根据公司披露的2026年半年度报告，晶禧半导体2026年1—6月实现净利润为1,743.04万元（未经审计）。
六、公司参股设立的通创九州目前业务开展及金刚石芯片基板建设项目（一期）推进情况如何？
回复：
北京通创九州金刚石科技有限公司（以下简称“通创九州”）是公司与江苏通用半导体有限公司共同设立的参股公司，注册资本为人民币2亿元，公司持有其40%股权。通创九州主要围绕第四代半导体材料金刚石的研发、制造及加工开展业务，并积极探索其在轨道交通、声纹传感等领域的产业化应用。
[bookmark: OLE_LINK3]通创九州于2026年4月完成工商注册登记，目前正有序推进金刚石芯片基板建设项目（一期）相关工作。在项目建设方面，公司及全资子公司河南陆创工程设计有限公司承担该项目工程总承包及设计相关工作，合同金额为10,738万元（含税）。后续，公司将持续关注通创九州的项目建设及经营发展情况，稳步推进相关业务布局。有关项目后续进展，请以公司正式披露的信息为准。

	是否涉及应当披露的重大信息
	否

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2026年10月20日





